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Abstract of DE4305793 

In the case of a power module having a power section and a control section, the semiconductor 
components of the power section and of the control section are accommodated on separate supporting 
bodies which are arranged one above the other. The power section has exclusively encased 
semiconductor components whose casing lower side is arranged on a first supporting body on one 
side; the control section has components arranged on one side or both sides, on a second supporting 
body. The two supporting bodies are connected to one another via the connecting pins of the encased 
semiconductor components of the power section. 
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@ Leistungsmodui 

@ Bei einem Leistungsmodui mit einem Leistungsteil und 
einem Steuerteil sind die Halbieiterbaueiemente des Lei- 
stungsteils und des Steuerteiis auf getrennten, ubereinander 
angeordneten Tragerkorpern aufgebracht. Der Leistungsteil 
weist ausschlieSlich gehauste Halbieiterbaueiemente auf, 
die mit ihrer Gehause-Unterseite auf einem ersten Trager- 
korper einseitig angeordnet sind; der Steuerteil weist auf 
einem zweiten Tragerkorper einseitig oder beidseitig ange- 
ordnete Bauelemente auf. Die beiden Tragerkorper sind uber 
die Anschlu&pins der gehausten Halbieiterbaueiemente des 
Leistungsteils miteinander verbunden. 
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Beschreibung 

Leistungsmodule werden beispielsweise fur Motor 
steuerungen, Frequenzumrichter oder in Schaltnetztei- 
Ien eingesetzt Die Schaltung derartiger Leistungsmo- 
dule umfaBt einen Leistungsteil und einen Steuerelek- 
tronikteil, deren Bauelemente in sogenannter "chip-on- 
board"-Technik als ungehauste Haibleiterchips auf ei- 
nen Warmespreizer gelotet und gebondet werden; die 
gesamte Schaltung wird zur Warmeabfuhr auf einen 
Kuhlkdrper montiert (geklebt). 

Nachteilig hierbei ist jedoch zum einen die kostenin- 
tensive Herstellungsweise (es sind viele Arbeitsgange 
notwendig), zum anderen ist die Handhabung ungehau- 
ster Halbleiterbauelemente mit Problemen verbunden 
(Gefahr der Beschadigung, Erfordernis von Reinrau- 
men, schwierigeTestbarkeit etc.). 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein Lei- 
stungsmodul anzugeben, das die vorgenannten Nach- 
teile vermeidet und demgegenuber vorteilhafte Eigen- 
schaften aufweist 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
Merkmaie im Kennzeichen des Patentanspruches 1 ge- 
ldst Vorteilhafte Weiterbildungen des Leistungsmoduls 
ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

Beim vorgestellten Leistungsmodul werden Steuer- 
teil und Leistungsteil in zwei getrennten Ebenen und 
separaten Prozessen gefertigt: beim Leistungsteil wer- 
den ausschlieBlich gehauste Halbleiterbauelemente ein- 
seitig auf einen gut warmeleitenden, elektrisch isolieren- 
den Tragerkdrper aufgebracht (aufgeldtet oder aufge- 
klebt) und vorzugsweise der Tragerkdrper zur Warme- 
abfuhr auf einen Kuhlkdrper aufgebracht (beispielswei- 
se geklebt); beim Steuerteil werden u. a. SMD-Bauele- 
mente einseitig oder beidseitig auf einen zweiten Tra- 
gerkdrper (beispielsweise eine Leiterplatte) aufge- 
bracht Die beiden Tragerkdrper und damit die Schal- 
tungsteile werden auf einfache Weise fiber die An- 
schiuBpins der gehausten Leistungs- Halbleiterbauele- 
mente miteinander verbunden, indem diese gebogen, 
durch Offnungen der Leiterplatte des Steuerteils ge- 
steckt und mit dieser f est verbunden (beispielsweise ver- 
ldtet) werden. 

Das Leistungsmodul vereinigt mehrere Vorteile in 
sich: 

— Leistungsteil und Steuerteil kdnnen in getrenn- 
ten Prozessen unabhangig voneinander bestflckt 
werden, 

— durch die Verwendung von gehausten Lei- 
stungs-Halbleiterbauelementen sind keine Mafl- 
nahmen zur Isolierung oder Versiegelung dieser 
Bauelemente erforderlich, 

— das einfache Herstellungsverf ahren bendtigt nur 
eine geringe Zahl an Arbeitsgangen und ist somit 
kostengQnstig, 

— trotz der Verwendung von gehausten Leistungs- 
Halbleiterbauelementen und von zwei separaten 
TrSgerkorpern kann durch deren kurze Verbin- 
dung (gebogene AnschluBpins, direktes Aufsetzen) 
eine geringe Bauhdhe erreicht werden, 

— da nur der Leistungsteil auf einen Keramik-Tra- 
gerkdrper oder eine Metallkern-Leiterplatte auf- 
gebracht wird, ist der Bedarf an (teurem) Keramik- 
material oder Metallkern-Leiterplattenmaterial ge- 
ring, 

— wird der FLeramik-Tragerkdrper beidseitig geld- 
tet (Leistungs-Halbleiterbauelemente auf Trager- 
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korper, Tragerkdrper auf Kuhlkdrper), ist ein guter 
WarmeQbergang und damit eine gute Warmeab- 
fuhr gegeben. 

5 Anhand der Fig, 1 und 2 soli das vorgestellte Lei- 
stungsmodul, wie es beispielsweise fiir Motorsteuerun- 
gen eingesetzt wird, naher erlautert werden. In der 
Fig. 1 sind dabei die getrennten Komponenten des Lei- 
stungsmoduls dargestellt, die Fig. 2 zeigt das zusam- 

io mengebaute Leistungsmodul. 

Die gehausten Halbleiterbauelemente 7 des Lei- 
stungsteils 1 werden mit ihrer Gehause-Unterseite mit- 
tels der Lotpaste 11 einseitig auf den ersten Tragerkdr- 
per 5 aufgebracht; der Tragerkorper 5 besteht beispiels- 

15 weise aus einer Ab03-Keramik mit den Abmessungen 
50 x 60 mm und einer Dicke von 0,65 mm. Die SMD- 
Bauelemente 9 des Steuerteils 2 werden beidseitig auf 
den zweiten Tragerkdrper 6 aufgebracht; der Trager- 
korper 6 ist beispielsweise als gedruckte Schaltungspla- 

20 tine ("PCB- Board") mit einer Dicke von 1 mm und den 
Abmessungen 55 x 65 mm ausgebildet Der erste Tra- 
gerkdrper 5 wird mittels einer gut warmeleitenden 
Schicht 12 (beispielsweise eine Kleberschicht oder eine 
Lotpaste mit einer Schichtdicke von 20 um) auf eine 

25 Substrat-Tragerplatte 3 aufgebracht (beispielsweise 
aufgeklebt oder aufgeldtet); die Tragerplatte 3 besteht 
beispielsweise aus Aluminium und besitzt eine Dicke 
von beispielsweise 2 mm. Die beiden Tragerkdrper 5, 6 
werden miteinander verbunden, indem die AnschluB- 

30 pins 8 der gehausten Leistungs-Halbleiterbauelemente 
7 nach oben umgebogen werden, der zweite Tragerkdr- 
per 6 mittels der Offnungen 10 fiber die hochstehenden 
AnschluBpins 8 der Halbleiterbauelemente 7 gefadelt 
wird und die AnschluBpins 8 mit dem zweiten Trager- 

35 kdrper 6 (beispielsweise durch Verldten mittels eines 
Schwall-Ldtverfahrens) verbunden werden. Anschlie- 
Bend wird die gesamte Baugruppe aus Leistungsteil 1, 
Steuerteil 2 und Substrat-Tragerplatte 3 durch eine Ab- 
deckhaube 4 (beispielsweise eine Plastikhaube) ge- 

40 steckt, die mit der Substrat-Tragerplatte 3 vernietet 
werden kann. 

Patentanspruche 

45 1- Leistungsmodul mit einem Leistungsteil (1) und 
einem Steuerteil (2), dadurch gekennzeichnet, daB 
die Halbleiterbauelemente (7, 9) des Leistungsteils 
(1) und des Steuerteils (2) auf getrennten, tiberein- 
ander angeordneten Tragerkdrpern (5, 6) aufge- 

50 bracht sind, daB der Leistungsteil (1) ausschlieBlich 
gehauste Halbleiterbauelemente (7) aufweist, die 
mit ihrer Gehause-Unterseite auf einem ersten Tra- 
gerkdrper (5) einseitig angeordnet sind, daB der 
Steuerteil (2) auf einem zweiten Tragerkdrper (6) 

55 einseitig oder beidseitig angeordnete Bauelemente 
(9) aufweist, und daB die beiden Tragerkorper (5, 6) 
fiber die AnschluBpins (8) der gehausten Halbleiter- 
bauelemente (7) des Leistungsteils (1) miteinander 
verbunden sind. 

60 2. Leistungsmodul nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die AnschluBpins (8) der gehau- 
sten Halbleiterbauelemente (7) des Leistungsteils 
(1) umgebogen sind und vom ersten Tragerkdrper 

§) wegweisen, und daB der zweite Tragerkdrper (6) 
„ ffnungen (10) aufweist, durch die die AnschluB- 
pins (8) durchgef fihrt und fest mit dem zweiten Tra- 
gerkdrper (6) verbunden sind. 
3. Leistungsmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
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gekennzeichnet, daB der Tragerk6rper (5) des Lei- 
stungsteils (1) aus einem elektrisch isolierenden und 
gut warmeleitenden Material besteht 

4. Leistungsmodul nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daB der Tragerkorper 5 
(6) des Steuerteils (2) als gedruckte Schaltungsplati- 
ne ausgebildet ist 

5. Leistungsmodul nach einem der Anspruche 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, daB der Tragerkfirper 
(5) des Leistungsteils (1) auf einer Tragerplatte (3) 10 
aufgebracht ist 

6. Leistungsmodul nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Tragerplatte (3) aus einem 
gut warmeleitenden Metall besteht 

7. Leistungsmodul nach Anspruch 6, dadurch ge- 15 
kennzeichnet, daB die Tragerplatte (3) aus Alumini- 
um besteht 

8. Leistungsmodul nach einem der Anspruche 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet, daB der Tragerkdrper 
(5) und die Tragerplatte (3) als Metallkern-Leiter- 20 
platte ausgebildet sind 

9. Leistungsmodul nach einem der Anspruche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, daB der Leistungsteil 
(t), der Steuerteil (2) und die Tragerplatte (3) in eine 
Abdeckhaube (4) eingebracht sind. 25 
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